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(57)摘要

一种将电子部件的端子钎焊于基板(1)的焊

盘(2)安装基板制造方法，包括：将焊料膏剂配置

于所述焊盘(2)的膏剂配置工序；使所述焊料膏

剂熔融并固化而在所述焊盘(2)上形成焊料的预

涂层部(3)的熔融固化工序；通过将工具(432、

442)按压于所述预涂层部(3)而破坏将所述预涂

层部(3)的表面覆盖的残渣的破坏工序；在所述

预涂层部(3)配置助熔剂(F)的助熔剂配置工序；

在将所述电子部件的端子对位于所述预涂层部

(3)的状态下将所述电子部件搭载于所述基板

(1)的部件搭载工序；以及将所述基板(1)加热而

使所述预涂层部(3)熔融，从而将所述端子钎焊

于所述焊盘(2)的回流焊工序。由此，能够提供可

降低钎焊不良的产生的安装基板制造方法。
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1.一种安装基板制造方法，该安装基板制造方法将电子部件的端子钎焊于基板的焊

盘，其中，

所述安装基板制造方法包括：

膏剂配置工序，在该膏剂配置工序中，将焊料膏剂配置于所述焊盘；

熔融固化工序，在该熔融固化工序中，使所述焊料膏剂熔融并固化而在所述焊盘上形

成焊料的预涂层部；

破坏工序，在该破坏工序中，通过将工具按压于所述预涂层部而破坏将所述预涂层部

的表面覆盖的残渣；

助熔剂配置工序，在该助熔剂配置工序中，将助熔剂配置于所述预涂层部；

部件搭载工序，在该部件搭载工序中，在将所述电子部件的端子对位于所述预涂层部

的状态下将所述电子部件搭载于所述基板；以及

回流焊工序，在该回流焊工序中，将所述基板加热而使所述预涂层部熔融，从而将所述

端子钎焊于所述焊盘。

2.根据权利要求1所述的安装基板制造方法，其中，

在所述破坏工序中，利用所述工具使所述预涂层部的顶部成为平坦状或凹凸状。

3.根据权利要求1或2所述的安装基板制造方法，其中，

所述助熔剂配置工序由将助熔剂配置于基板的助熔剂配置装置来执行，

所述破坏工序由所述助熔剂配置装置所具有的按压装置来执行。

4.根据权利要求1～3中任一项所述的安装基板制造方法，其中，

所述助熔剂配置工序在所述破坏工序执行后的30秒以内执行。

5.一种助熔剂涂布装置，其在权利要求1～4中任一项所述的安装基板制造方法中被使

用，利用丝网印刷法将助熔剂涂布于在基板形成的焊料的预涂层部，其中，

所述助熔剂涂布装置具备在涂布所述助熔剂前按压于将所述预涂层部的表面覆盖的

残渣而将所述残渣破坏的工具。

6.根据权利要求5所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述助熔剂涂布装置进一步具备：

掩模，其覆盖所述基板中的不涂布助熔剂的区域，并且具有沿厚度方向贯通的图案孔；

印刷头，其具有将配置于所述掩模上的助熔剂经由所述图案孔而涂布于所述预涂层部

的至少一个刮板；

印刷台，其保持所述基板；以及

水平移动机构，其使所述工具相对于由所述印刷台保持的所述基板相对地水平移动。

7.根据权利要求6所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述助熔剂涂布装置进一步具备对所述基板进行拍摄的相机，

所述水平移动机构是使所述相机在由所述印刷台保持的所述基板的上方水平移动的

相机移动机构。

8.根据权利要求6所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述助熔剂涂布装置进一步具备使所述印刷头相对于所述掩模沿水平方向移动的印

刷头移动机构，或者

所述工具设置于所述印刷头，所述水平移动机构兼作所述印刷头移动机构。
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9.根据权利要求6～8中任一项所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述印刷头具有：第一刮板，其一边向第一方向水平移动一边将助熔剂涂布于所述预

涂层部；以及第二刮板，其一边向与所述第一方向相反的第二方向水平移动一边将助熔剂

涂布于所述预涂层部，

所述工具设置于所述第一刮板与所述第二刮板之间。

10.根据权利要求6所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述助熔剂涂布装置进一步具备使所述印刷台水平移动的印刷台移动机构，

所述水平移动机构是所述印刷台移动机构。

11.根据权利要求5～10中任一项所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述工具是相对于所述基板相对地水平移动的辊。

12.根据权利要求11所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述辊在外周面具有凹凸。

13.根据权利要求5～10中任一项所述的助熔剂涂布装置，其中，

所述工具是相对于所述基板相对地铅垂移动的水平板。
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安装基板制造方法及助熔剂涂布装置

技术领域

本发明涉及安装基板制造方法及助熔剂涂布装置。

背景技术

以往，作为具备制造安装基板(指安装有电子部件的基板，以下同样)的方法的工

序之一，已知有在基板的焊料预涂层部涂布助熔剂的工序(例如，专利文献1)。在该文献中，

准备在焊盘形成有焊料的预涂层部的基板(以下，也称为焊料预涂层基板)，并在该预涂层

部涂布助熔剂。

现有技术文献

专利文献

专利文献1：日本特开平8‑250846号公报

发明内容

发明要解决的课题

然而，在制造焊料预涂层基板时，在该预涂层部的表面残留残渣。该残渣通常被在

助熔剂涂布工序之前执行的清洗工序中清洗。但是，在清洗了残渣的焊料预涂层基板中，存

在预涂层部暴露于空气而氧化的风险。当预涂层部氧化时，容易在其后的电子部件的钎焊

中产生不良。在这样的状况下，本发明的目的之一是提供能够降低钎焊不良的产生的安装

基板制造方法。

用于解决课题的方案

本发明的一方面涉及将电子部件的端子钎焊于基板的焊盘的安装基板制造方法。

该安装基板制造方法包括：膏剂配置工序，在该膏剂配置工序中，将焊料膏剂配置于所述焊

盘；熔融固化工序，在该熔融固化工序中，使所述焊料膏剂熔融并固化而在所述焊盘上形成

焊料的预涂层部；破坏工序，在该破坏工序中，通过将工具按压于所述预涂层部而破坏将所

述预涂层部的表面覆盖的残渣；助熔剂配置工序，在该助熔剂配置工序中，将助熔剂配置于

所述预涂层部；部件搭载工序，在该部件搭载工序中，在将所述电子部件的端子对位于所述

预涂层部的状态下将所述电子部件搭载于所述基板；以及回流焊工序，在该回流焊工序中，

将所述基板加热而使所述预涂层部熔融，从而将所述端子钎焊于所述焊盘。

发明效果

根据本发明，能够提供可降低钎焊不良的产生的安装基板制造方法。

将本发明的新的特征在记载于所附的技术方案中，但关于本发明的结构以及内容

这两者，与本申请的其他目的以及特征一起，通过以下结合附图的详细说明而进一步容易

理解。

附图说明

图1是示意性示出实施方式1的安装基板制造装置的结构的主视图。
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图2是示意性示出实施方式1的助熔剂涂布装置的结构的主视图。

图3是示意性示出实施方式1的助熔剂涂布装置的结构的侧视图。

图4A是用于对保持工序进行说明的图。

图4B是用于对破坏工序进行说明的图。

图4C是用于对基板配置工序和助熔剂配置工序进行说明的图。

图5是用于对实施方式1的破坏工序、基板配置工序以及助熔剂配置工序进行说明

的图。

图6是示意性示出实施方式2的助熔剂涂布装置的结构的侧视图。

图7是示意性示出实施方式3的助熔剂涂布装置的结构的侧视图。

图8是示意性示出实施方式4的助熔剂涂布装置的主要部分的侧视图。

图9是用于对实施方式4的基板配置工序、破坏工序以及助熔剂配置工序进行说明

的图。

图10是用于对实施方式5的基板配置工序、破坏工序以及助熔剂配置工序进行说

明的图。

具体实施方式

以下举例说明本发明的安装基板制造方法以及助熔剂涂布装置的实施方式。然

而，本发明并不限定于以下说明的例子。在以下的说明中，有时例示具体的数值、材料，但只

要能够得到本发明的效果，也可以采用其他数值、材料。

(安装基板制造方法)

本发明的安装基板制造方法是在基板的焊盘钎焊电子部件的端子的安装基板制

造方法，其中，所述安装基板制造方法包括：膏剂配置工序，在该膏剂配置工序中，将焊料膏

剂配置于所述焊盘；熔融固化工序，在该熔融固化工序中，使所述焊料膏剂熔融并固化而在

所述焊盘上形成焊料的预涂层部；破坏工序，在该破坏工序中，通过将工具按压于所述预涂

层部而破坏将所述预涂层部的表面覆盖的残渣；助熔剂配置工序，在该助熔剂配置工序中，

将助熔剂配置于所述预涂层部；部件搭载工序，在该部件搭载工序中，在将所述电子部件的

端子对位于所述预涂层部的状态下将所述电子部件搭载于所述基板；以及回流焊工序，在

该回流焊工序中，将所述基板加热而使所述预涂层部熔融，从而将所述端子钎焊于所述焊

盘。

通过膏剂配置工序和熔融固化工序，而制造焊料预涂层基板。在破坏工序中，将预

涂层部的表面覆盖的残渣被工具的按压破坏。此时，在残渣产生龟裂，预涂层部的至少一部

分从龟裂露出。在该意义下，本发明的破坏工序也可另称为“通过将工具按压于所述预涂层

部而破坏将所述预涂层部的表面覆盖的残渣从而使所述预涂层部的至少一部分露出的露

出工序”。并且，经过之后的助熔剂配置工序、部件搭载工序、以及回流焊工序而制造安装基

板。

在上述的制造过程中，到执行破坏工序前为止，在预涂层部的表面残留有残渣。

即，在执行破坏工序前，预涂层部实质上没有暴露于空气的机会，从而预涂层部实质上不会

被氧化。对具备这样未被氧化的预涂层部的基板，执行助熔剂配置工序、部件搭载工序以及

回流焊工序。因此，在回流焊工序中的电子部件的钎焊中不易产生不良。
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如以上那样，根据本发明，能够得到可降低钎焊不良的产生的安装基板制造方法。

另外，根据本发明，能够省略通常进行的残渣清洗工序而降低安装基板的制造成本。

也可以是，在所述破坏工序中，利用所述工具使所述预涂层部的顶部成为平坦状

或凹凸状。由此，能够将电子部件容易地搭载于预涂层部。需要说明的是，在本说明书中“凹

凸状”是指作为整体大致平坦并且伴随有凹凸的形状。

也可以是，所述助熔剂配置工序由将助熔剂配置于基板的助熔剂配置装置来执

行，也可以是，所述破坏工序由所述助熔剂配置装置所具有的按压装置来执行。在该情况

下，破坏工序和助熔剂配置工序均由助熔剂配置装置执行，因此从破坏工序的执行到助熔

剂配置工序的执行几乎没有隔开时间。即，由于破坏工序而至少一部分露出的预涂层部暴

露于空气的时间变短。因此，能够更进一步降低因预涂层部氧化而引起的钎焊不良的产生。

也可以是，所述助熔剂配置工序在所述破坏工序执行后的30秒以内执行。由此，由

于破坏工序而至少一部分露出的预涂层部暴露于空气的时间变短。因此，能够更进一步降

低因预涂层部氧化而引起的钎焊不良的产生。

(助熔剂涂布装置)

本发明的助熔剂涂布装置在上述的安装基板制造方法中被使用，利用丝网印刷法

将助熔剂涂布于在基板形成的焊料的预涂层部，其中，所述助熔剂涂布装置具备在涂布所

述助熔剂前按压于将所述预涂层部的表面覆盖的残渣而将所述残渣破坏的工具。

利用工具破坏将预涂层部的表面覆盖的残渣，残渣的内侧的焊料的至少一部分露

出。并且，在助熔剂涂布装置内，伴随着那样的破坏的压扁工序与助熔剂涂布工序以不隔开

较长时间的方式执行。由此，能够抑制露出的焊料与空气接触而氧化的情况，进而能够抑制

在搭载电子部件后产生钎焊不良的情况。

也可以是，助熔剂涂布装置还具备：掩模，其覆盖所述基板中的不涂布助熔剂的区

域，并且具有沿厚度方向贯通的图案孔；印刷头，其具有将配置于所述掩模上的助熔剂经由

所述图案孔而涂布于所述预涂层部的至少一个刮板；印刷台，其保持所述基板；以及水平移

动机构，其使所述工具相对于在所述印刷台保持的所述基板相对地水平移动。

也可以是，助熔剂涂布装置还具备对所述基板进行拍摄的相机。也可以是，所述水

平移动机构是使所述相机在保持于所述印刷台的所述基板的上方水平移动的相机移动机

构。在该情况下，构成为工具伴随着相机的水平移动而水平移动。例如，也可以在相机移动

机构固定具有工具的机构(例如，具有辊的辊机构)。由此，能够使相机移动机构具有使工具

水平移动的功能。

也可以是，还具备使所述印刷头相对于所述掩模沿水平方向移动的印刷头移动机

构。或者也可以是，所述工具设置于所述印刷头，所述水平移动机构兼作所述印刷头移动机

构。根据后者的结构，工具伴随着印刷头的水平移动而水平移动。这样，能够使印刷头移动

机构具有使工具水平移动的功能。

也可以是，所述印刷头具有：第一刮板，其一边向第一方向水平移动一边将助熔剂

涂布于所述预涂层部；以及第二刮板，其一边向与所述第一方向相反的第二方向水平移动

一边将助熔剂涂布于所述预涂层部。也可以是，所述工具设置于所述第一刮板与所述第二

刮板之间。在利用第一刮板涂布助熔剂的情况下，向第一方向移动的工具以及第一刮板依

次按压于预涂层部。在利用第二刮板涂布助熔剂的情况下，向第二方向移动的工具以及第
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二刮板依次按压于预涂层部。这样，通过使两种情况下的动作对称，能够缩短第一以及第二

刮板的移动距离。

也可以是，所述工具一边与所述第一刮板以及所述第二刮板一起沿水平移动一边

隔着所述掩模按压于所述预涂层部。在该情况下，通过将掩模活用为间隔件，能够抑制预涂

层部被工具过度地压扁。另外，助熔剂从残渣的破坏起未隔开较长时间而被涂布于预涂层

部。因而，能够抑制预涂层部的焊料与空气接触而氧化的情况，进而能够抑制在搭载电子部

件后产生钎焊不良。

也可以是，助熔剂涂布装置还具备使所述印刷台水平移动的印刷台移动机构。也

可以是，所述水平移动机构是所述印刷台移动机构。根据该结构，工具伴随着印刷台的水平

移动而水平移动。这样，能够使印刷台移动机构具有使工具水平移动的功能。

也可以是，所述工具是相对于所述基板相对地水平移动的辊。在该情况下，只有利

用辊而被破坏表面的残渣的预涂层部与辊的外周面接触。换言之，若利用辊，不会使基板上

的全部预涂层部的残渣一次性地被破坏。因此，能够抑制对基板施加过度的载荷。

也可以是，所述辊在外周面具有凹凸。由此，预涂层部的顶部被压扁为整体上平坦

并且伴随有凹凸的形状。在预涂层部涂布助熔剂时，助熔剂进入顶部的凹凸。通过进入到该

凹凸的助熔剂的粘性，能够使电子部件的搭载进一步容易化。

也可以是，所述工具是相对于所述基板相对地铅垂移动的水平板。在该情况下，通

过基板以及水平板中的至少一方铅垂移动，从而预涂层部的顶部被水平板压扁，由此预涂

层部的表面的残渣被破坏。

也可以是，所述辊一边水平移动一边按压于所述预涂层部。在该情况下，通过辊水

平移动，从而预涂层部的顶部被该辊压扁，由此预涂层部的表面的残渣被破坏。

也可以是，所述辊被固定，且按压于水平移动的所述基板的所述预涂层部。在该情

况下，通过基板水平移动，从而预涂层部的顶部被辊压扁，由此预涂层部的表面的残渣被破

坏。

以下，参照附图对本发明的安装基板制造方法以及助熔剂涂布装置的一例进行具

体说明。在以下说明的一例的安装基板制造方法以及助熔剂涂布装置的工序以及构成要素

中能够应用上述的工序以及构成要素。以下说明的一例的安装基板制造方法以及助熔剂涂

布装置的工序以及构成要素能够基于上述的记载而变更。另外，也可以将以下说明的事项

应用于上述的实施方式。以下说明的一例的安装基板制造方法以及助熔剂涂布装置的工序

以及构成要素中的、对于本发明的安装基板制造方法以及助熔剂涂布装置并非必需的工序

以及构成要素也可以省略。需要说明的是，以下所示的图是示意性的图，并不准确地反映实

际的构件的形状、数量。

《实施方式1》

对本发明的实施方式1进行说明。本实施方式的安装基板制造装置10(以下，也简

称为制造装置10)是用于制造安装有多个电子部件的安装基板的装置。

(安装基板制造装置)

如图1所示，制造装置10具备基板搬运线11、信息处理装置20、装载器50、焊料预涂

层形成装置90、焊料预涂层检查装置300、助熔剂涂布装置400、电子部件搭载装置501、502、

搭载状态检查装置600、回流焊装置700、基板检查装置800、以及卸载器900。从装载器50到
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卸载器900的构成要素以该记载的顺序从上游侧向下游侧配置。也可以对本发明所特有的

结构以外的结构应用公知的结构。以下，有时将电子部件搭载装置501、502总称为电子部件

搭载装置500。

(基板搬运线)

基板搬运线11在从焊料预涂层形成装置90至基板检查装置800的范围内搬运基板

1(参照图2)。基板搬运线11可以是连续的一个输送机，或者也可以将多个输送机串联排列

而构成。可以将公知的使用带、链条、辊、移载装置等的输送机用于基板搬运线11。

(信息处理装置)

信息处理装置20以能够通过有线或无线的局域网20N与制造装置10所包括的其他

装置(焊料预涂层形成装置90、焊料预涂层检查装置300、助熔剂涂布装置400、电子部件搭

载装置500、回流焊装置700等)通信的方式连接。信息处理装置20在这些装置之间交换数

据。由此，信息处理装置20对在制造装置10中执行的工序进行管理。

信息处理装置20具有运算处理装置和存储装置。运算处理装置由CPU(中央运算处

理装置)等构成。存储装置由一个以上的RAM(随机存取存储器)、硬盘等构成。它们可以由不

同的电路、LSI(大规模集成电路)构成，或者也可以一体地构成。在存储装置保存有制造装

置10的各装置所需的程序、程序所需的数据。

(装载器以及卸载器)

装载器50将收纳于架台(未图示)的基板向焊料预涂层形成装置90供给。卸载器

900将完成了的安装基板回收于架台。从焊料预涂层形成装置90到基板检查装置800的各装

置包括搬运基板的输送机(基板搬运线11)。各输送机配置为能够从上游侧(装载器50侧)的

装置接收基板并将该基板向下游侧(卸载器900侧)的装置移交。

(焊料预涂层形成装置)

焊料预涂层形成装置90是在基板1的焊盘2(参照图5)形成焊料的预涂层部3(参照

图5)的装置。焊料预涂层形成装置90具有焊料膏剂供给部100、加热部210以及冷却部220。

在它们内部配置有基板搬运线11的一部分。

焊料膏剂供给部100例如利用丝网印刷法向基板1的焊盘2供给焊料膏剂。加热部

210将供给到焊盘2的焊料膏剂加热而将焊料膏剂所包括的焊料颗粒熔融。冷却部220将熔

融了的焊料颗粒冷却而固化。由此，在基板1的焊盘2形成焊料的预涂层部3。在此，在该预涂

层部3的表面伴随有助熔剂成分的残渣。该残渣是助熔剂所包含的热塑性树脂因加热而成

为液状并在预涂层部3的表面扩展且通过之后的冷却而固化为膜状而成。形成有预涂层部3

的基板1被基板搬运线11向焊料预涂层检查装置300搬运。

(焊料预涂层检查装置)

焊料预涂层检查装置300是检查预涂层部3是否适当形成的装置。焊料预涂层检查

装置300例如可以检测预涂层部3的厚度，并基于检测出的厚度来判定预涂层部3是否适当

地形成。被判定为预涂层部3适当形成的基板1被基板搬运线11向助熔剂涂布装置400搬运。

(助熔剂涂布装置)

助熔剂涂布装置400是将用于基于回流焊的钎焊的助熔剂涂布于预涂层部3上的

装置。助熔剂的涂布方法没有特别限定。例如，助熔剂也可以通过使用掩模和刮板的丝网印

刷法，利用从喷嘴喷出助熔剂的分配器、或利用将助熔剂喷雾的喷雾器而涂布于预涂层部3
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上。助熔剂涂布装置400是助熔剂配置装置的一例。关于助熔剂涂布装置400的结构，详细情

况后述。涂布有助熔剂的基板1被基板搬运线11向电子部件搭载装置500搬运。

(电子部件搭载装置)

电子部件搭载装置500是向被助熔剂覆盖的预涂层部3搭载电子部件(未图示)的

装置。电子部件搭载装置500例如也可以使用吸附电子部件的吸嘴(未图示)向预涂层部3搭

载电子部件。完成了电子部件的搭载的基板1被基板搬运线11向搭载状态检查装置600搬

运。

(搭载状态检查装置)

搭载状态检查装置600是检查电子部件的搭载状态的装置。搭载状态检查装置600

例如也可以使用相机、三维计测机等光学计测装置来识别电子部件的搭载位置、姿态、有无

等搭载状态，并对这些搭载状态是否满足规定的基准进行判定。完成了检查的基板1被基板

搬运线11向回流焊装置700搬运。

(回流焊装置)

回流焊装置700将搭载有电子部件的基板1加热而将预涂层部3熔融，并将电子部

件钎焊于焊盘2(参照图5)。由此制造安装有电子部件的安装基板。完成了电子部件的钎焊

的基板1(安装基板)被基板搬运线11向基板检查装置800搬运。

(基板检查装置)

基板检查装置800是检查安装基板的优劣的装置。结束了在基板检查装置800中的

检查的基板1(安装基板)被基板搬运线11向卸载器900搬运。卸载器900将完成了的安装基

板回收于架台。

(助熔剂涂布装置的详细)

接着，参照图2以及图3对助熔剂涂布装置400进行详细说明。需要说明的是，在以

下的说明中，将基板1的搬运方向设为X方向，将铅垂方向设为Z方向，将与它们正交的方向

设为Y方向。另外，将沿着各方向延伸的轴分别设为X轴、Y轴以及Z轴。

在图2以及图3中，在基台401的X方向的两侧端部分别立起设置有支承框411。在这

一对支承框411之间配置助熔剂涂布装置400的构成要素。

在一对支承框411之间的基台401的上表面设置有印刷台移动机构403和通过该印

刷台移动机构403移动的印刷台402。印刷台移动机构403具有在印刷台工作台403xyθ之上

层叠印刷台升降机构403z而成的结构。当印刷台工作台403xyθ驱动时，印刷台402沿着X轴

以及Y轴水平移动，并且绕Z轴旋转移动。当印刷台升降机构403z驱动时，印刷台402升降。印

刷台402具有如下功能，即，保持从上游侧搬入的基板1并将该基板1相对于形成有印刷用的

图案孔(参照图5)的掩模板422对位。掩模板422是掩模的一例。

印刷台402具备与印刷台升降机构403z结合的升降工作台404。在升降工作台404

的上表面的两端立起设置有支承构件404a。如图3所示那样，在支承构件404a的上端部结合

有沿X方向延伸的保持块404b。在保持块404b的内侧面设置有具备搬运基板1的驱动带的印

刷台输送机406b。

印刷台输送机406b能够与贯通分别设置于上游侧以及下游侧的支承框411的开口

部而设置的搬入输送机406a以及搬出输送机406c连结。被搬入输送机406a搬入的基板1被

向印刷台输送机406b移交并被印刷台402保持。在印刷台402中结束了丝网印刷后的基板1
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被从印刷台输送机406b向搬出输送机406c移交而搬出。印刷台输送机406b、搬入输送机

406a以及搬出输送机406c分别构成基板搬运线11的一部分。

在升降工作台404的上表面设置有背撑升降机构405a以及由该背撑升降机构405a

升降驱动的背撑部405。在基板1被搬入印刷台输送机406b的状态下，驱动背撑升降机构

405a，由此使背撑部405上升而对被印刷台输送机406b搬运的基板1的下表面进行支承。

在一对保持块404b的上表面分别设置有把持基板1的侧面的侧夹持件407。这些侧

夹持件407通过侧夹持件驱动机构(未图示)而相互开闭自如。在背撑部405支承着基板1的

下表面的状态下，使侧夹持件407进行关闭动作，从而在印刷台402中使基板1的两侧面被侧

夹持件407夹着。由此，基板1被夹持固定。

为了将这样保持于印刷台402的基板1与掩模板422对位，进行使保持基板1的印刷

台402相对于掩模板422相对移动而对位的对准动作。即，使印刷台402水平移动的印刷台工

作台403xyθ作为使印刷台402与掩模板422相对移动以使将基板1与掩模板422对位的对准

机构发挥功能。

在一对支承框411的上端，支承印刷头413的印刷头支承梁412设置为能够借助直

动引导机构412a而沿着Y轴移动。印刷头支承梁412的一端部经由图3所示的结构的印刷头

移动机构414而与一方的支承框411结合。印刷头移动机构414构成为将螺母部414c与印刷

头支承梁412结合，该螺母部414c供被印刷头马达414a旋转驱动的进给丝杠414b螺合。通过

将印刷头马达414a正反驱动，从而被印刷头支承梁412支承的印刷头413沿着Y轴进行往复

移动(刮涂动作)。

如图3所示那样，印刷头413具备设置为从印刷头支承梁412向下方延伸设置的一

对后刮板413b和前刮板413c。通过驱动在印刷头支承梁412的上表面设置的刮板驱动部

413a而与刮涂动作的方向相应地使后刮板413b和前刮板413c中的任一个下降而着地于掩

模板422。具体而言，在向图3的左方向(第一方向)进行刮涂动作时，后刮板413b着地于掩模

板422。另一方面，在向图3的右方向(第二方向)进行刮涂动作时，前刮板413c着地于掩模板

422。后刮板413b是第一刮板的一例。前刮板413c是第二刮板的一例。后刮板413b以及前刮

板413c分别是涂布部的一例。

在掩模板422，与基板1中的印刷图案对应地形成有规定的开口即图案孔422a。在

助熔剂涂布装置400的丝网印刷中，首先向掩模板422的上表面供给印刷用的助熔剂F(参照

图4A等)。并且，在利用印刷台402保持基板1、并使基板1抵接于掩模板422的下表面的状态

下，在掩模板422的上表面进行使用后刮板413b和前刮板413c中的任一个的刮涂动作。由

此，经由图案孔422a以规定的印刷图案向基板1印刷助熔剂F。

在印刷台402的上表面与掩模板422的下表面之间设置有相机移动机构416。相机

移动机构416使安装有第一相机418以及第二相机419的相机安装基座417沿着X轴以及Y轴

移动。相机移动机构416由使相机安装基座417沿着相机X轴梁415沿X轴移动的相机X轴移动

机构416X、以及使相机X轴梁415沿Y轴移动的相机Y轴移动机构416Y构成。相机X轴梁415的

移动由配置于支承框411的内侧面的直动引导机构412a引导。

相机X轴移动机构416X由图2所示的相机X轴马达415a及进给丝杠415b以及图3所

示的螺母部415d构成。通过驱动相机X轴马达415a，而使与螺母部415d结合的相机安装基座

417沿着X轴移动。如图3所示，相机Y轴移动机构416Y由相机Y轴马达416a、进给丝杠416b以
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及与相机X轴梁415结合的螺母部416c构成。通过驱动相机Y轴马达416a，从而使与螺母部

416c结合的相机X轴梁415沿着Y轴移动。由此，第一相机418在保持于印刷台402的基板1的

上方水平移动，第二相机419在掩模板422的下方水平移动。

在此，对第一相机418和第二相机419的功能进行说明。第一相机418以拍摄方向朝

向下方的方式配置，而对保持于印刷台402的基板1进行拍摄。通过对该拍摄结果进行识别

处理，从而检测基板1的位置、基板1中的印刷对象的电极的位置。第二相机419以拍摄方向

朝向上方的方式配置，而对形成于掩模板422的掩模识别标识(未图示)进行拍摄。通过对该

拍摄结果进行识别处理来识别掩模板422中的掩模中心、图案孔422a的位置。

在相机X轴梁415的侧面固定有辊机构430。辊机构430具有相互连结的加压缸431

和辊432。加压缸431固定于相机X轴梁415，并对辊432赋予朝下的力。辊432沿着X轴延伸，并

且能够绕沿X方向延伸的旋转轴旋转。包括辊432的辊机构430随着相机X轴梁415的水平移

动而沿着X轴以及Y轴水平移动。辊机构430具有如下功能，即，通过一边水平移动一边利用

加压缸431将辊432向基板1推压而将基板1的预涂层部3的顶部压扁。辊机构430是按压装置

的一例。辊432是工具的一例。另外，在本实施方式中，相机Y轴移动机构416Y作为使辊432相

对于在印刷台402保持的基板1相对地水平移动的水平移动机构而发挥功能。

(安装基板制造方法)

接着，适当参照附图对本实施方式的安装基板方法进行说明。安装基板制造方法

具备膏剂配置工序、熔融固化工序、保持工序、破坏工序、基板配置工序、助熔剂配置工序、

部件搭载工序以及回流焊工序。

膏剂配置工序在焊料膏剂供给部100中执行。在膏剂配置工序中，例如通过助熔剂

印刷法将焊料膏剂配置于基板1的焊盘2。

熔融固化工序由加热部210以及冷却部220执行。在熔融固化工序中，在利用加热

部210将焊料膏剂加热而使其熔融后，利用冷却部220将熔融了的焊料膏剂冷却而使其固

化，由此在焊盘2上形成预涂层部3。

保持工序、破坏工序、基板配置工序以及助熔剂配置工序由助熔剂涂布装置400执

行。在保持工序中，利用背撑部405以及侧夹持件407保持基板1。在保持工序中，如图4A所示

那样，在印刷台402中驱动背撑升降机构405a而使背撑部405上升(箭头a)，并且驱动侧夹持

件驱动机构(未图示)而使侧夹持件407进行关闭动作。由此，基板1以其上表面与侧夹持件

407的上表面实质上共面的状态由背撑部405支承下表面并且由侧夹持件407把持侧面。

在破坏工序中，将辊432按压于预涂层部3，而将预涂层部3压扁。在破坏工序中，如

图4B所示那样，在驱动印刷台升降机构403z而使印刷台402上升后(箭头b)，在利用加压缸

431对辊432赋予了朝下的力的状态下，一边使该辊432沿着Y轴移动一边向基板1推压(箭头

c)。由此，如图5所示那样，基板1的预涂层部3的顶部被压扁为平坦状。此时，在预涂层部3的

顶部以膜状存在的残渣产生龟裂等从而使残渣被破坏。由此，从龟裂露出焊料的至少一部

分。在本实施方式的破坏工序中，将预涂层部3压扁得比掩模板422的厚度薄。但是，在破坏

工序中，也可以将预涂层部3压扁得比掩模板422的厚度厚，也可以压扁为与掩模板422的厚

度相同的厚度。

在基板配置工序中，使基板1抵接于掩模板422的下表面。在基板配置工序中，如图

4C所示那样，在使辊机构430退避后(箭头d)，使印刷台402上升而使由背撑部405以及侧夹
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持件407保持的状态的基板1抵接于掩模板422的下表面(箭头e)。此时，处于在掩模板422的

上表面供给有助熔剂F的状态，进行刮涂动作的前刮板413c位于印刷准备位置。

在助熔剂配置工序中，利用后刮板413b或前刮板413c隔着掩模板422而在压扁了

的预涂层部3涂布助熔剂F。在助熔剂配置工序中，如图4C所示那样，使印刷头413在掩模板

422的上表面沿着Y轴移动(箭头f)，在该例中执行一边使前刮板413c相对于掩模板422滑动

一边将助熔剂F填充于图案孔422a的刮涂动作。由此，如图5所示那样，经由掩模板422的图

案孔422a而将助熔剂F涂布于基板1的预涂层部3。

在本实施方式的助熔剂配置工序中，在预涂层部3的顶部，助熔剂F也以某种程度

的厚度涂布。这是因为，在之前的破坏工序中，预涂层部3被压扁得比掩模板422的厚度薄。

助熔剂配置工序优选在破坏工序执行后的30秒以内执行，进一步优选为在破坏工

序执行后的10秒以内执行。换言之，从破坏工序的结束时刻到助熔剂配置工序的开始时刻

的时间优选为30秒以内，进一步优选为10秒以内。

部件搭载工序在电子部件搭载装置500中执行。在部件搭载工序中，在将电子部件

的端子对位于预涂层部3的状态下，将该电子部件搭载于基板1。根据本实施方式的安装部

件制造方法，能够容易地进行该电子部件的搭载。这是因为，预涂层部3的顶部为平坦状，因

此除了容易载置电子部件以外，还容易利用助熔剂F的粘性使电子部件保持于预涂层部3

上。

回流焊工序在回流焊装置700中执行。在回流焊工序中，将搭载有电子部件的基板

1加热，使预涂层部3熔融而将该电子部件的端子钎焊于焊盘2。

《实施方式2》

对本发明的实施方式2进行说明。本实施方式的安装基板制造装置10中，在助熔剂

涂布装置400的结构的辊机构430为固定式这点上与上述实施方式1不同。以下，主要对与上

述实施方式1不同的点进行说明。

如图6所示那样，辊机构430的加压缸431固定于在助熔剂涂布装置400内固定的梁

408。因此，在本实施方式中，辊432不会沿着Y轴移动。

在破坏工序中，印刷台402通过印刷台移动机构403而从图6所示的印刷位置向破

坏位置(未图示)移动。破坏位置是印刷台402存在于辊机构430的下方的位置。在破坏工序

中，通过在破坏位置处使印刷台402沿着Y轴移动并且将辊432向基板1推压，从而将基板1的

预涂层部3的顶部压扁。此时，在预涂层部3的顶部，表面的残渣被破坏，其内侧的焊料的至

少一部分露出。在本实施方式中，印刷台移动机构403作为使辊432相对于保持在印刷台402

的基板1相对地水平移动的水平移动机构发挥功能。

《实施方式3》

对本发明的实施方式3进行说明。本实施方式的安装基板制造装置10中，在助熔剂

涂布装置400中用于压扁预涂层部3的工具的结构与上述实施方式2不同。以下，主要对与上

述实施方式2不同的点进行说明。

如图7所示那样，在梁408固定有板机构440。板机构440具有相互连结的加压缸441

和水平板442。加压缸441固定于梁408，并对水平板442赋予朝下的力。水平板442沿着水平

面延伸，并且能够沿着Z轴移动。水平板442的下表面实质上平坦。板机构440具有如下功能，

即，通过利用加压缸441将水平板442向位于破坏位置的基板1推压而将基板1的预涂层部3
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的顶部压扁。板机构440是按压装置的一例。水平板442是工具的一例。

在本说明书中，“实质上平坦”的用语不仅包括完全平坦的情况，也包括整体上平

坦但伴随有凹凸的情况。例如，在使用在表面具有凹凸的辊432将预涂层部3的顶部压扁的

情况下，能够形成后者的形状。

《实施方式4》

对本发明的实施方式4进行说明。本实施方式的安装基板制造装置10中，助熔剂涂

布装置400的印刷头413的结构以及助熔剂涂布装置400的使用方法的方案与上述实施方式

1不同。以下，主要对与上述实施方式1不同的点进行说明。

(助熔剂涂布装置)

如图8所示那样，印刷头413具有设置于后刮板413b与前刮板413c之间的辊机构

430。除了这样的配置以外，辊机构430的结构与上述实施方式1的辊机构430的结构相同。辊

机构430一边与后刮板413b以及前刮板413c一起水平移动，一边隔着掩模板422而将辊432

按压于基板1的预涂层部3。需要说明的是，在图8中，辊机构430可以设置于后刮板413b的右

方，也可以设置于前刮板413c的左方。在如本实施方式那样将辊432一体设置于印刷头413

的情况下，印刷头移动机构414作为使辊432相对于保持在印刷台402的基板1相对地水平移

动的水平移动机构发挥功能。

(助熔剂涂布装置的使用方法)

参照图9对本实施方式的助熔剂涂布装置400的使用方法进行说明。如图9所示那

样，助熔剂涂布装置400的使用方法具备保持工序(在此，省略图示和说明)、基板配置工序、

破坏工序以及助熔剂配置工序。

在基板配置工序中，在掩模板422的下方以与该掩模板422设置间隙的方式配置基

板1。在基板配置工序中，如图9的最上段所示那样，使印刷台402上升，而将由背撑部405以

及侧夹持件407保持的状态的基板1在掩模板422的下方以与掩模板422设置间隙的方式配

置。

在破坏工序中，隔着掩模板422，将辊432以第一载荷按压于预涂层部3，而将该预

涂层部3压扁。在破坏工序中，如图9的上方起第二段和第三段所示那样，一边以相对较大的

第一载荷将辊432按压于掩模板422，一边使印刷头413沿着Y轴移动。由此，在被辊432按压

的部位，局部地成为掩模板422与基板1紧贴的状态。被这样移动的辊432压扁的预涂层部3

的厚度与掩模板422的厚度实质上相同，或比该厚度稍薄。在预涂层部3被压扁时，在其顶

部，表面的残渣被破坏，其内侧的焊料的至少一部分露出。

在助熔剂配置工序中，利用后刮板413b或前刮板413c，以比上述第一载荷小的第

二载荷，隔着掩模板422向被压扁了的预涂层部3涂布助熔剂F。在助熔剂配置工序中，如从

图9的上方起第三段和第四段所示那样，在该例中一边以相对较小的第二载荷将前刮板

413c按压于掩模板422，一边使印刷头413向Y方向(第二方向)移动。由此，在被前刮板413c

按压的部位，成为掩模板422被以相比于上述破坏工序较弱的方式下压的状态。当利用这样

移动的前刮板413c将助熔剂F填充于图案孔422a时，助熔剂F以在预涂层部3的顶部也具有

某种程度的厚度的方式被涂布。由此，能够进一步容易地进行基于电子部件搭载装置500的

电子部件的安装。

助熔剂配置工序优选在破坏工序执行后的30秒以内执行，进一步优选在破坏工序
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执行后的10秒以内执行。换言之，从破坏工序的结束时刻起直到助熔剂配置工序的开始时

刻为止的时间优选为30秒以内，进一步优选为10秒以内。

《实施方式5》

对本发明的实施方式5进行说明。本实施方式的安装基板制造装置10的助熔剂涂

布装置400的辊机构430的结构以及助熔剂涂布装置400的使用方法的方案与上述实施方式

4不同。以下，主要对与上述实施方式4不同的点进行说明。

(助熔剂涂布装置)

如图10所示那样，辊机构430的辊432在外周面具有凹凸。除了该点以外，辊机构

430的结构与上述实施方式4的辊机构430的结构相同。辊机构430一边与后刮板413b以及前

刮板413c一起进行水平移动，一边将辊432隔着掩模板422按压于基板1的预涂层部3。

(助熔剂涂布装置的使用方法)

参照图10对本实施方式的助熔剂涂布装置400的使用方法进行说明。如图10所示

那样，助熔剂涂布装置400的使用方法具备保持工序(在此，省略图示和说明)、基板配置工

序、破坏工序以及助熔剂配置工序。

在基板配置工序中，以在掩模板422之下与该掩模板422接触的方式配置基板1。在

基板配置工序中，如图10的最上段所示那样，使印刷台402上升，使由背撑部405以及侧夹持

件407保持的状态的基板1以在掩模板422之下与该掩模板422接触的方式配置。

在破坏工序中，隔着掩模板422，将辊432以第一载荷按压于预涂层部3，将该预涂

层部3压扁。在破坏工序中，如图10的上方起第二段和第三段所示那样，一边以相对较大的

第一载荷将辊432按压于掩模板422，一边使印刷头413沿着Y轴移动。由此，在被辊432按压

的部位，掩模板422局部地被较强地压扁。被这样移动的辊432压扁了的预涂层部3的厚度比

掩模板422的厚度稍薄。另外，在辊432的外周面存在凹凸，因此预涂层部3的顶部被压扁为

伴随有凹凸的形状。在预涂层部3被压扁时，在其顶部，表面的残渣被破坏，其内侧的焊料的

至少一部分露出。

在助熔剂配置工序中，利用后刮板413b或前刮板413c，以比上述第一载荷小的第

二载荷，隔着掩模板422向被压扁了的预涂层部3涂布助熔剂F。在助熔剂配置工序中，如从

图10的上方起第三段和第四段所示那样，在该例中一边以相对较小的第二载荷使前刮板

413c按压于掩模板422，一边使印刷头413向Y方向(第二方向)移动。由此，在被前刮板413c

按压的部位，成为掩模板422被以相比于上述破坏工序较弱的方式压扁的状态。当利用这样

移动的前刮板413c将助熔剂F填充于图案孔422a时，助熔剂F以在预涂层部3的顶部也具有

某种程度的厚度的方式被涂布。另外，在预涂层部3的顶部的凹凸内填充有助熔剂F。由此，

能够进一步容易地进行基于电子部件搭载装置500的电子部件的安装。

助熔剂配置工序优选在破坏工序执行后的30秒以内执行，进一步优选在破坏工序

执行后的10秒以内执行。换言之，从破坏工序的结束时刻起直到助熔剂配置工序的开始时

刻为止的时间优选为30秒以内，进一步优选为10秒以内。

关于当前时间点的优选的实施方式对本发明进行了说明，但不能限定性地解释这

种公开。对于属于本发明的技术领域中的本领域技术人员而言，通过阅读上述公开，各种变

形以及改变都应无误地变得明确。因此，随附的技术方案应解释为，在不脱离本发明的本质

思想以及范围的情况下，包括全部变形以及改变。
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工业实用性

本发明能够利用于安装基板制造方法以及助熔剂涂布装置。

附图标记说明

[0093] 1：基板

2：焊盘

3：预涂层部

10：安装基板制造装置

11：基板搬运线

20：信息处理装置

20N：局域网

50：装载器

90：焊料预涂层形成装置

100：焊料膏剂供给部

210：加热部

220：冷却部

300：焊料预涂层检查装置

400：助熔剂涂布装置(助熔剂配置装置)

401：基台

402：印刷台

403：印刷台移动机构

403xyθ：印刷台工作台

403z：印刷台升降机构

404：升降工作台

404a：支承构件

404b：保持块

405：背撑部

405a：背撑升降机构

406a：搬入输送机

406b：印刷台输送机

406c：搬出输送机

407：侧夹持件

408：梁

411：支承框

412：印刷头支承梁

412a：直动引导机构

413：印刷头

413a：刮板驱动部

413b：后刮板(涂布部)

413c：前刮板(涂布部)
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414：印刷头移动机构

414a：印刷头马达

414b：进给丝杠

414c：螺母部

415：相机X轴梁

415a：相机X轴马达

415b：进给丝杠

415d：螺母部

416：相机移动机构

416a：相机Y轴马达

416b：进给丝杠

416c：螺母部

416X：相机X轴移动机构

416Y：相机Y轴移动机构

417：相机安装基座

418：第一相机

419：第二相机

422：掩模板

422a：图案孔

430：辊机构(按压装置)

431：加压缸

432：辊(工具)

440：板机构(按压装置)

441：加压缸

442：水平板(工具)

500：电子部件搭载装置

501：电子部件搭载装置

502：电子部件搭载装置

600：搭载状态检查装置

700：回流焊装置

800：基板检查装置

900：卸载器

F：助熔剂。
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图2
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图3
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图4A
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